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I ZASTOSOWANIE:

Stuzy do przyklejania plyt styropianowych do typowych podtozy mineralnych.
Stosowany jest przy docieplaniu Scian zewnetrznych budynkow w technologii
bezspoinowego systemu ocieplen.

UWAGA! Do wykonania warstwy zbrojonej na plytach styropianowych nalezy
stosowac klej uniwersalny BOLIX U,

I TECHNOLOGIA WYKONANIA:

B Przygotowanie podioza:

Podtoze powinno by¢ nosne, suche, réwne, oczyszczone z powtok antyadhezyj-
nych (jok np: brud, kurz, pyt, thuste zabrudzenia i bitumy) oraz wolne od agresji
biologicznej i chemicznej. Podtoza o stabej przyczepnosci (np. stabe tynki,
odspojone powloki malarskie, niezwigzane czqstki muru) nalezy usungt.
Gtadkie powierzchnie betonowe zmatowic grubym papierem $ciernym, od-
pyliéi zagruntowaé preparatem BOLIX T. Nierdwnosci i ubytki podtoza (rzedu
5-15 mm) nalezy odpowiednio wczesniej wyréwnaé zaprawg wyréwnawczo-
murarskg BOLIX W. Podfoze chtonne zagruntowaé preparatem gruntujgeym
BOLIX T. Okres schnigcia zastosowanego na podtozu preparatu BOLIX N lub
BOLIX T wynosi min. 4-6 hw optymalnych warunkach pogodowych (przy wzgled-
nej wilgomosci powietrza 60% i temperaturze powietrza +20°C).

B Przygotowanie produkiu:

Zawartos¢ opakowania wsypa¢ do pojemnika z odmierzona iloscig wody
(4,80+5,30 litra) i doktadnie wymiesza¢ mieszarkg/wiertarkg wolnoobro-
towq z mieszadtem koszykowym, az do uzyskania jednorodnej konsystencji.
Po uptywie 5 minut i ponownym wymieszaniu zaprawa jest gotowa do uzycia.
W zaleznosci od temp. i wilgotnosci powietrza przygotowana zaprawa jest
przydatna do uzycia przez ok. 1 h.Przygotowanie, aplikacjai schnigcie zapra-
wy wymagaiq temperatury w przedziale od +5°Cdo +25°C (dotyczy row-
niez temp. podtoza). W trakcie prac nalezy unikaé bezposredniego nastonecz-
nienia, opaddw deszczu oraz silnego wiatru.

B Zastosowanie produkiu:

Przygotowang zaprawe klejqcg naktadaé na phyte styropianowq metodg , pa-
smowo-punktowq”, czyli pasmanmi o szer. ok. 3-6 cm, uktadanymi w odlegtosci
ok. 3 em od krawedzi ptaszczyzny plyty, a na pozostatej powierzchni réwno-
miernie roztozonymi , plackami” w ilosci od 8-10 szt. o $rednicy 8-10 ¢m. Pra-
widtowo natozona zaprawa klejgca powinna pokrywaé min. 40% powierzch-
ni plyty, a grubos¢ warstwy kleju nie powinna przekracza¢ 10 mm. Na plyte
o wymiarach 100 x 50 cm w $rodkowej jej czgsci natozyé 8-10 "plackéw" zapra-
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wy. Po natozeniu zaprawy, plyte bezzwlocznie przytozy¢ do éciany w przewi-
dzianym dla niej migjsc i docisngé pacg. Styropian przyklejoc z zachowaniem
mijankowego uktadu plyt. Po dostatecznym zwigzaniu zaprawy (min. po 48
h), przyklejone plyty nalezy zawsze mocowat fgeznikami mechanicznymi
zgodnie z projektem technicznym (w ilosci nie mniejszej niz 4szt./m?). Po
czym, przeszlifowa¢ catq licowg powierzchnig zamocowanych plyt pacq z gru-
bym papierem $ciernym.

B Zalecenia wykonaweze:

m  Nanowowykonanych podtozach mineralnych (takich jak: beton, tyn-
ki cementowe i cementowo-wapienne) mozna rozpoczqé prace przy-
gotowaweze i naktadanie zaprawy klejcej dopiero po jego wyschnig-
v, zyli po uptywie ok. 3-4 tygodni.

m  Przyklejeniu styropianu na chfonnych podfozach mineralnych, nale-
1y wazesnie zagruntowat te podtoza preparatem BOLIXT.

m  Gruntowanie mozna wykona¢ jedynie na powierzchni wyschnigtej,
dopiero po uptywie whasciwego dla danego podtoza okresu wigza-
nia i twardnienia.

m  Nalezy odpowiednio dopasowaé mozliwosci wykonawcze do po-
wierzchni przeznaczonej do jednorazowego wykonania (biorgc pod
uwage ilos¢ pracownikaw, ich umiejetnosdi, posiadany sprzgt, istie-
jqey stan podtoza i panujgce warunki atmosferyczne).

m  Proces przygotowania, przyklejenia i wigzania zaprawy klejgcej po-
winien przebiegac przy bezdeszczowej pogodzie w temperaturze po-
wietrza od +5°Cdo+25°C.

m  Zaprawe klejgeq nalezy naktadaé na podfoza o temperaturze
0d+5°Cdo+25°C.

m  Nowo wykonane warstwy nalezy chronié przed opadami atmosferycz-
nymi i dziataniem temperatury ponizej +5°Ci powyzej +25°Cdo
Zasu Zwigzania.

m  Podczas realizaji robdt dociepleniowych, zaleca sig zabezpieczenie
rusztowai siatkami ostonowymi w celu zminimalizowania nieko-
rzystnie oddziatujgeych czynnikéw zewngtrznych,

m  Niskatemperatura, podwyzszona wilgotnosé, brak odpowiedniej cyr-
kulacji powietrza wydtuzajg czas wysychania kleju.

m  Nalezy pamigtaé o whasciwym wykonaniu i wykoriczeniu (profile dy-
latacyjne) dylatacji wystepujacych w podtozu.
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m  Pozakonczeniu nakfadania zaprawy klejgcej narzedzia i reee nale-
1y umy¢ biezqeq wodg, pamigtajge Ze po wyschnigeiu kleju czyszeze-
nie jest utrudnione. Powierzchnig Swiezo zabrudzonych elementow
nalezy przetrze¢ wilgotng szmatkg.

m  Klej do przyklejania styropianu BOLIX Z jest elementem systemow
dociepler BOLIX i BOLIX S. Petna i gwarantowana skutecznost tego
materiatu ma miejsce wowczas, gdy jest on stosowany razem z pozo-
stalymi elementami systemu, zgodnie z technologiq wykonania (opi-
sanq w Instrukeji Docieplania BOLIX nr 1B/01/2001).

m  Dowykonywania warstwy zbrojonej w tych systemach nalezy zastoso-
wat klej uniwersalny BOLIX U.

B Srodki ostroinosci:

Wyrdb posiada odczyn alkaliczny, nalezy chronié oczy i skorg. W przypadku
bezposredniego kontaktu z oczami nalezy ptukac je obficie wodg i skontak-
towac sig z lekarzem.

B Wskazéwki dodatkowe:

W celu prawidtowego zastosowania produktu przy wykonywaniu docieplenia
zalecamy zapoznac sig z trescig Instrukgji BOLIX Nr 1B/01/2001 - "Docieplanie
$cian zewnetrznych budynkow".

B Niezbhedne narzedzia:
m  Wiadro budowlane
m  Mieszarka lub wiertarka wolnoobrotowa(400 500 obr/min) z mie-
szadtem koszykowym
Szpachla oraz kielnia ze stali nierdzewnej
Wiertarka udarowa
Miotek budowlany
Paca z gruboziarnistym papierem Sciernym

DANE TECHNICZNE:

Parametry uzythkowe zaprawy klejqcej:

Temperatura stosowania: od-+5°Cdo +25°C

Temperatura podfoza: od +5°Cdo +25°C

Proporcje mieszania: 4,8-5,31 wody na 25 kg kleju

Czas otwarty pracy: ok.1,0h

Splyw: < 0,12 mm

Przyazepnost:

- przyazepnosc do betonu: > 0,3MPa

-przyaepnoit do styropianu: > 0,1 MPa (rozerwanie w warstwie styropianu)

klej do przyklejania styropianu

B Dane techniczne i wiasnosci produktu:

m  Konsystencja: suchy proszek

m  Kolor: szary

m  Gestost nasypowa: ok. 1,45 kg/dm?
Jwszystkie dane techniczne zostaly podane dla wzglednej wilgotnosci powie-
trza 60% i temperatury powietrza +20°C/

N ZUZIVCQE:

Luzycie zaprawy klejgcej do klejenia plyt styropianowych na odpowiednio
przygotowanym podtozu przy wykonywaniu docieplenia budynku wynosi
ok. 4,0 kg/m2 W celu doktadnego okreslenia zuzycia wyrobu na danym pod-
tozu zaleca sig przeprowadzenie odpowiednich prab.

[ WARUNKI PRZECHOWYWANIA | TRANSPORTU:
Oryginalnie zamknigte opakowania chroni¢ przed zawilgoceniem w czasie
transportu i sktadowania. Okres przydatnosci do zastosowania: do 12 miesigcy
od daty produkdji umieszczonej na opakowaniu. Wyrdb przechowywat w miej-
scu niedostepnym dla dzieci.

[ DOKUMENTY FORMALNO-PRAWNE:
m  Aprobata Techniczna ITB Nr AT-15-2693/2005 oraz AT-15-4193/2005
oraz Nr AT-15-4193/2003
m  AMest Higieniczny PZH Nr HK/B/2188/02/2001
Certyfikat Nr [TB-0046/Z oraz Nr ITB-003/Z
m  Deklaraciazgodnosci Nr 8/B/2004 z dn. 12.10.2004 oraz 2/1/B/2005
zdn. 30.05.2005.

I SKtAD:
Klej BOLIX Z jest suchg mieszankg spoiw hydraulicznych, polimerdw, bazy
drobnoziarnistych wypetniaczy mineralnych oraz dodatkdw modyfikujgcych.

BOLIX S.A. gwarantuie whasciwg jakos¢ wyrobu, lecz nie ma wplywu na rodzaj jego zastosowania
i sposob uzycia. BOLIX nie ponosi odpowiedzialnosci za pracg Projektanta i Wykonawcy. Wszystkie
przedstawione wyzej informacje zostaty podane w dobrej wierze wedtug najnowszego stanu wiedzy
i techniki stosowania. Nie zastgpujq one fachowego przygotowania Projektanta i Wykonawy oraz
nie zwalniajq go z przestrzegania zasad sztuki budowlanej i BHP. W przypadku watpliwosd nalezy
przeprowadzié odpowiednie préby lub skontakiowaé sig z Dziatem Technicznej Obstugi Klienta BOLIX.
Wraz z wydaniem powyzszej Karty Technicznej wszystkie poprzednie tracq swojq waznost.
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